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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Herstellung eines Kartenkörpers für eine kon-
taktlose Chipkarte.

[0002] Eine Herstellung kontaktloser Chipkarten ge-
normten Formats erfolgt beispielsweise im Laminier-
verfahren, bei dem eine Antennenspule und zumin-
dest ein Halbleiterchip auf einer Trägerfolie angeord-
net sind, die in einem, durch Laminieren mehrerer 
Folien, ausgebildeten Kartenkörper integriert sind.

[0003] Eine weitere Vorgehensweise sieht die An-
ordnung des Halbleiterchips und einer Antennenspu-
le auf einer Trägerschicht vor, auf die der Kartenkör-
per durch ein Moldverfahren aufgebracht wird, so 
dass der Kartenkörper den Halbleiterchip und die An-
tennenspule vollständig bedeckt.

Stand der Technik

[0004] In der DE 197 32 353 A1 ist ein Verfahren zur 
Herstellung einer kontaktlosen Chipkarte angege-
ben, bei dem ein flächiger, in einer Spritzgusstechnik 
hergestellter, mit einer Aussparung versehener Kar-
tenkörper hergestellt wird, eine elektrisch leitfähige 
Spule auf der Oberfläche der Aussparung angeord-
net wird und ein Chip in der Aussparung ausgerichtet 
und mit Anschlüssen der Spule elektrisch leitend ver-
bunden wird. Die Aussparungen werden anschlie-
ßend mit einer Vergussmasse ausgegossen.

[0005] Das in der DE 101 56 803 A1 zur Herstellung 
eines kontaktlosen Datenträgers vorgeschlagene 
Verfahren sieht die Verwendung eines Werkstückträ-
gers als Teilwerkzeug eines Spritzgießwerkzeugs 
vor, auf welches die Spule platziert wird und beidsei-
tig umgossen wird.

[0006] In der WO 97/23843 A1 wird zur Herstellung 
einer kontaktlosen Chipkarte eine Spule auf einer 
Trägerfolie aufgebracht und die Trägerfolie in eine 
Spritzgussform eingebracht. Mit der Spule zu kontak-
tierende integrierte Schaltungsmittel werden über der 
Trägerfolie positioniert und mit der Spule verbunden. 
Ein Kartenkörper wird anschließend an die Trägerfo-
lie angegossen.

[0007] Die DE 196 37 306 C1 schlägt ein Verfahren 
zur Herstellung einer kontaktlosen Chipkarte vor, bei 
dem eine eine Spule aufweisende Trägerfolie mit ei-
ner Deckschicht bedeckt wird, die der Spule gegenü-
berliegende Seite der Trägerfolie mit einer Karten-
schicht bedeckt wird, das Gebilde in eine Spritzguss-
form eingebracht und mit einem Kunststoffmaterial 
eingespritzt wird.

[0008] In der DE 102 20 239 A1 wird ein Verfahren 
zur Herstellung einer kontaktlosen Chipkarte ange-

geben, bei dem die empfindliche Antennenspule 
während eines Spritzgussvorganges geschützt wer-
den soll. Die Antennenspule weist dazu im Bereich 
der Einpressöffnung für die Vergussmasse eine 
Schutzfolie auf. Die Schutzfolie kann ein aufgespritz-
ter Schutzlack, eine Kunststofffolie mit einer Klebe-
schicht oder auch ein Teil des Trägers sein, der über 
die Antennenspule gefaltet wird.

[0009] Die DE 44 24 396 C2 beschreibt ein Trägere-
lement zum Einbau in eine Chipkarte, wobei insbe-
sondere eine verbesserte mechanische Stabilität und 
eine verbesserte Kontaktierung im Vordergrund 
steht. Ein Halbleiterchip, der sich auf einer Seite ei-
nes Trägers befindet wird über Durchbrüche in dem 
Träger, welche mit leitendem Material gefüllt sind, 
elektrisch mit einer Kontaktfläche, die sich auf der an-
deren Seite des Trägers befindet verbunden.

[0010] Die oben genannten Verfahren weisen meh-
rere Nachteile auf. Die Herstellung einer Chipkarte 
mittels eines Laminierprozesses ist sehr aufwendig 
und kostenintensiv. Die gemäß dem Stand der Tech-
nik vorzunehmende Positionierung der Spule auf ei-
ner Trägerschicht führt bei einem Moldverfahren da-
zu, dass die Spule stets vollständig umgossen wird. 
Durch den sich beim Einspritzen der Moldmasse in 
die Gussform ergebenden Druck besteht jederzeit 
die Möglichkeit, dass sich die Windungen der Anten-
nenspule von der Trägerschicht lösen.

Aufgabenstellung

[0011] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine kon-
taktlose Chipkarte anzugeben und ein Verfahren zur 
Herstellung eines Kartenkörpers für eine Chipkarte 
derart weiterzubilden, dass der Kartenkörper einfach 
und kostengünstig herstellbar ist und dass eine Be-
schädigung der in dem Kartenkörper der hergestell-
ten Chipkarte integrierten Antennenspule beim Ein-
spritzen der Moldmasse ausgeschlossen ist.

[0012] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren 
gemäß Anspruch 1 und durch einen Kartenkörper für 
eine Chipkarte gemäß Anspruch 5. Bevorzugte Ver-
fahrensvarianten und Ausgestaltungen der Chipkarte 
sind den jeweiligen Unteransprüchen zu entnehmen.

[0013] Demnach sieht das Verfahren zur Herstel-
lung des Kartenkörpers für eine Chipkarte die Bereit-
stellung eines Aussparungen aufweisenden Kunst-
stoffträgers vor, auf dem auf einer Oberseite eine 
elektrisch leitfähige Spule angeordnet ist. Ein auf der 
Rückseite des Kunststoffträgers angeordnetes inte-
grierte Schaltungen aufweisendes Bauelement, zum 
Beispiel ein Halbleiterchip, wird mittels in den Aus-
sparungen des Kunststoffträgers angeordnete 
Durchkontaktierungen mit der Spule verbunden. Zur 
Herstellung des Kartenkörpers wird der Kunststoffträ-
ger in eine Spritzgussform eingebracht und mittels ei-
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nes Moldverfahrens der Kartenkörper an die Rück-
seite des Kunststoffträgers angegossen.

[0014] Unter einem Moldverfahren soll im Sinne der 
Erfindung und wie im Stand der Technik üblich ein 
Verfahren zur Herstellung eines Kartenkörpers ver-
standen werden, welches sich einer Gehäuseform 
bedient, deren Hohlraum mit einem Kunststoff ausge-
füllt wird. Form und Größe des Kartenkörpers werden 
durch die Ausbildung des Hohlraums bestimmt. Bei 
der Anwendung des Moldverfahrens, welches zur 
Herstellung der erfindungsgemäßen Chipkarte ver-
wendet wird, können die üblichen Moldwerkzeuge 
und Apparaturen verwendet werden. Es können alle 
herkömmlich bei Moldverfahren eingesetzten Duro-
plaste oder Thermoplaste eingesetzt werden.

[0015] Besonders vorteilhaft ist es, dass hierbei die 
Oberseite des Kunststoffträgers mit der auf ihr ange-
ordneten Antennenspule eine der Oberflächen bzw. 
eine Außenseite der fertiggestellten Chipkarte bildet, 
während der Halbleiterchip innerhalb der Chipkarte 
angeordnet ist. Somit wird die Antennenspule beim 
Einspritzen der Moldmasse in die Gussform von der 
Moldmasse nicht bedeckt, so dass sich Windungen 
der Antennenspule auch nicht durch den sich beim 
Einspritzen ergebenden Druck von dem Träger lösen 
können. Es können beim Herstellen des Kartenkör-
pers ausschließlich Herstellungsschritte und Werk-
zeuge eingesetzt werden, die ohnehin bei einem Mo-
dul- und/oder Kartenhersteller gebräuchlich sind. 
Des weiteren entfallen aufwendige und teure Verfah-
rensschritte, die mittels Laminierprozessen vorzu-
nehmen sind. Aufgrund der Anordnung der Spule auf 
der dem Chip gegenüberliegenden Seite des Kunst-
stoffträgers können problemlos auch mehrere Chips 
auf dem Träger angeordnet werden. Die Antenne auf 
der Kartenoberfläche kann nach der Fertigstellung 
der Chipkarte beim herkömmlichen Bedrucken mit ei-
ner Deckschicht abgedeckt und eingeebnet werden.

[0016] In einer vorteilhaften Weiterbildung wird das 
Bauelement dergestalt auf dem Kunststoffträger an-
geordnet, dass beim Einbringen des Kunststoffträger 
in die Spritzgießform das Bauelement auf einer einen 
Einspritzkanal aufweisende Seite der Spritzgießform 
gegenüberliegenden Seite angeordnet ist. Dies hat 
den Vorteil, dass das auf dem Träger angeordnete 
Bauelement durch den sich beim Einspritzen der 
Moldmasse ergebenden Druck nicht beschädigt wird.

[0017] Die erfindungsgemäße kontaktlose Chipkar-
te bestehend aus einem Kartenkörper und einem im 
Kartenkörper angeordneten Kunststoffträger, einer 
auf dem Kunststoffträger angeordneten Spule und ei-
nem eine integrierte Schaltung aufweisenden Baue-
lement, welches mit der Spule elektrisch leitend ver-
bunden ist, ist dergestalt ausgebildet, dass die Spule 
auf einer dem Bauelement gegenüberliegenden 
Oberseite des Kunststoffträgers angeordnet ist. Die 

Positionierung der Spule auf der Oberseite des 
Kunststoffträgers hat den Vorteil, dass die Chipkarte 
in einem kostengünstigen Spritzgussverfahren her-
stellbar ist.

[0018] Eine weitere Ausführungsform der Chipkarte 
sieht vor, dass die die Spule aufweisende Oberseite 
des Kunststoffträgers zur Einebnung und Abdeckung 
der Spule mit einer Deckschicht versehen wird.

Ausführungsbeispiel

[0019] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der 
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

[0020] Fig. 1 eine schematische Schnittdarstellung 
eines Kunststoffträgers und einer Spritzgussform, in 
die der Kunststoffträger zur Herstellung eines Karten-
körpers eingebracht ist und

[0021] Fig. 2 eine schematische Schnittdarstellung 
einer erfindungsgemäßen Chipkarte.

[0022] Fig. 1 soll das erfindungsgemäße Verfahren 
zur Herstellung einer Chipkarte erläutern. Als Aus-
gangsmaterial im erfindungsgemäßen Verfahren 
dient ein Kunststoffträger 1, auf dem auf einer Rück-
seite 2 ein Halbleiterchip 3 mit hier nicht dargestellten 
Kontaktflächen angeordnet ist. Auf der dem Halblei-
terchip 3 gegenüberliegenden Oberseite 4 des 
Kunststoffträgers 1 ist eine Antennenspule 5 aufge-
bracht. Die Antennenspule 5 ist über im Kunststoffträ-
ger 1 angeordnete Aussparungen 6 mittels Durch-
kontaktierungen 7 mit dem Halbleiterchip 3 elektrisch 
leitend verbunden.

[0023] Zur Herstellung eines Kartenkörpers 8 ist der 
Kunststoffträger 1 in eine Spritzgussform 9 einge-
bracht, deren Formraum der Form des auszubilden-
den Kartenkörpers 8 entsprechend ausgebildet ist. 
Hierbei ist der Kunststoffträger 1 in der Spritzguss-
form 9 so ausgerichtet, dass der Formraum der 
Spritzgussform 9 nur die Rückseite 2 des Trägers 1
einschließt. Die Spritzgussform 9 weist auf einer Sei-
te 10 einen Anspritzkanal 11 auf, durch den ein flüs-
siges Kunststoffmaterial in den Formraum einge-
spritzt wird. Das Moldverfahren kann auf im Stand 
der Technik übliche Weise durchgeführt werden, wo-
bei auch die üblichen Thermoplaste oder Duroplaste 
als Werkstoffe zur Herstellung des Kartenkörpers 8
verwendet werden können.

[0024] Damit durch den beim Einspritzen entste-
henden Druck der auf dem Kunststoffträger 1 ange-
ordnete Halbleiterchip 3 nicht beschädigt wird, ist die-
ser an der dem Einspritzkanal 11 gegenüberliegen-
den Seite 12 der Spritzgussform 9 auf dem Kunst-
stoffträger 1 angeordnet. Nach dem Umgießen des 
Kunststoffträgers 1 bzw. des Halbleiterchips 3 und er-
folgter Aushärtung des Kartenkörpers 8 wird die so 
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hergestellte Chipkarte 13 aus der Spritzgussform 9
entfernt. Die Oberseite 4 des Trägers 1 bildet eine 
Außenseite der Chipkarte 13, auf der die Spule 5
sichtbar ist. Zum Einebnen bzw. Abdecken der An-
tennenspule 5 wird diese Außenseite in einem an-
schließenden Prozessschritt mit einer hier nicht sicht-
baren überzogen. Diese Deckschicht ist mit üblichen 
Maßnahmen bedruckbar.

[0025] Die Fig. 2 zeigt die erfindungsgemäße Chip-
karte 13, die mit dem vorab beschriebenen Verfahren 
hergestellt wurde. Der auf dem Kunststoffträger 1 an-
geordnete Halbleiterchip 3 ist nunmehr vollständig im 
Kartenkörper 8 eingebettet. Die aus der Oberseite 4
des Trägers 1 gebildete Außenseite der Chipkarte 13
ist mit einer Deckschicht 14 versehen, so dass die 
Antennenspule 5 von dieser abgedeckt ist.

[0026] Das erfindungsgemäße Verfahren ermög-
licht die Herstellung von kontaktlosen Chipkarten im 
einem kostengünstigen Spritzgussverfahren.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung eines Kartenkörpers 
für eine kontaktlose Chipkarte (13), das die folgenden 
Schritte aufweist:  
– Bereitstellen eines Aussparungen (6) aufweisen-
den Kunststoffträgers (1),  
– Anordnen einer Antennenspule (5) auf einer Ober-
seite (4) des Kunststoffträgers (1),  
– Anordnen eines eine integrierte Schaltung aufwei-
senden Bauelementes (3) auf einer der Oberseite (4) 
gegenüberliegenden Rückseite (2) des Kunststoffträ-
gers (1),  
– Herstellen einer elektrischen Verbindung zwischen 
der Spule (5) und dem Bauelement (3), wobei die 
Spule (5) mit Anschlusskontakten des Bauelementes 
(3) mittels in den Aussparungen (6) geführten metal-
lischen Durchkontaktierungen (7) elektrisch leitend 
verbunden wird,  
– Einbringen des Kunststoffträgers (1) in eine Spritz-
gussform (9) und  

– Angießen des Kartenkörpers (8) im Spritzgießver-
fahren an die Rückseite (2) des Kunststoffträgers (1).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Abdecken und Einebnen der auf 
der Oberseite (4) des Kunststoffträgers (1) angeord-
neten Spule (5) mittels einer Deckschicht (14) gleich-
zeitig mit einem Bedrucken dieser Oberseite (4) und 
oder der Deckschicht (14) erfolgt.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Bauelement (3) dergestalt auf 
dem Kunststoffträger (1) angeordnet wird, dass beim 
Einbringen des Kunststoffträgers (1) in die Spritz-
gießform (9) das Bauelement (3) auf einer einen Ein-
spritzkanal (11) aufweisende Seite (10) der Spritz-
gießform (9) gegenüberliegenden Seite (12) ange-
ordnet ist.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Herstellung des Kartenkörpers (8) 
im Endlos-Verfahren erfolgt.

5.  Kartenkörper, der in einem Spritzgießverfah-
ren hergestellt ist, für eine kontaktlose Chipkarte (13), 
in dem ein Kunststoff träger (1), eine auf dem Kunst-
stoffträger (1) angeordneten Spule (5) und ein eine 
integrierte Schaltung aufweisendes Bauelement (3), 
welches mit der Spule (5) elektrisch leitend verbun-
den ist, angeordnet ist, wobei die Spule (5) auf einer 
dem Bauelement (3) gegenüberliegenden Oberseite 
(4) des Kunststoffträgers (1) angeordnet ist.

6.  Kartenkörper nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine die Spule abdeckende 
Deckschicht (14) eine Außenseite der Chipkarte (13) 
bildet.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

1 Kunststoffträger
2 Rückseite
3 Bauelement
4 Oberseite
5 Antennenspule
6 Aussparung
7 Durchkontaktierung
8 Kartenkörper
9 Spritzgussform
10 Seite
11 Einspritzkanal
12 Seite
13 Chipkarte
14 Deckschicht
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Anhängende Zeichnungen
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